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공정 플라즈마에서 실시간 유전박막두께 측정법의 보상연구
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공정 플라즈마 장치에서 이중 주파수법을 이용하여 실시간 유전박막 두께 측정법에 대한 보

상연구를 하였다 이중 주파수법은 유전박막과 플라즈마 쉬스를 간단한 전기적인 등가회로로.
모델링하여 유전박막의 두께를 측정하는 방법이다 이중 주파수법의 문제는 측정탐침의 인가전.
압에 따른 유전박막의 두께 측정치가 다르다는 점이다 플라즈마 쉬스를 선형 저항만으로 등가.
하였기 때문에 쉬스의 인가전압에 상관없이 쉬스 저항의 값이 일정하다는 가정이 존재한다, .
그러나 쉬스 저항은 쉬스의 인가전압에 종속적이면서 비선형적인 특성을 갖는다 측정 탐침에.
출력 전압이 인가될 때 쉬스 양단에서 인가전압에 따른 쉬스의 등가저항의 비선형성을 고려하

여 측정 탐침에 증착된 유전박막의 커패시턴스성분에 대한 방정식을 로 풀어Numerical analysis
유전박막의 두께 측정값을 보상하였다 보상된 위의 방법으로 다양한 파워 압력에 따라. RF ,
Al2O3박막의 두께를 실시간으로 측정하여 비교하였다 그 결과 이 방법은 낮은 플라즈마 밀도.
(~109cm-3

에서도 인가전압에 따른 유전 박막두께측정의 오차를 줄일 수 있었다) .


